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(54) Tavnd lepidla

Tavnd lepidla se zvySenou odolnostf
proti degradaci vlivem UV-zé&¥eni, vzdus~
;ného kyslfku nebo zvySené teploty. Lepid-
:la sestdvaji z kopolymerd etylenu s viny-
lacetdtem, kalafuny nebo derivdtd kalafu-
‘na, voskovitfch ld4tek a nebo plastifiku-
:jlcich l4tek a p¥ipadné& z pffsad, jimiZ
;mohou byt plniva, pigmenty, barviva, fun-
‘gicidni 1l4tky a tvrdidla. Zvy3ené odol-
tnosti proti degradaci se dosahuje p¥idav-
‘kem stabilizdtord stdrnutf{. Jsou vhodnd
'k lepenf papiru, dfeva, plastickych hmot,
vfkauéuku, kiiZe, skla a kovl, nebo jako tme-~
%ly pro aplikace ve stavebnictvi,
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Predm&tem vyndlezu jsou tavnd lepidla tvo¥end kompozicemi kopolymerd etylenu s vinyla-
cetdtem a dal¥fch vysokomolekuldrnich i nizkomolekuldrnfch p¥fsad obsahujfcich stabilizdto-
ry stdrnutf. Maj{ vynikajici zoracovatelské, aplikadni i fyzikdlné mechanické vlastnosti a

jsou vhodnd k lepeni a tmelen{ najrdznéj¥ich materidld.

Moderni tavnd lepidla se vyrdb&ji na bdzi termoplastickych syntetickych polymerd, Ve
srovndni s rozpougtédlovymi typv lepidel jsou levné&js{ a pfi jejich vyrob& i pouZiti ne-
vznikaj{ problémy s toxiéitou a hotlavost{ pou¥fvanych organickych rozpoustddel. NejdiileZi-
t&9%{ tavnd lepidla tvo¥{ sm&si na bdzi polyestert, polyamidﬁ, polyolefinfi, akrylovych a
vinylovych polymerfi. Nov&ji nabdvajf na vyznamu kopolymery etylenu s vinylacetdtem, které
se kombinujf s jinymi syntetickymi a pifrodnimi pryskyidcemi /M.Mc Donald: Hot-melt adhe-
sives. Noyes Data Corp., New Jersey 1971/. Pouzivaj{ se nejast&ji k lepeni papiru, kfiZe,
plastickfchvaj; hmot. Tak byly napf. popsdny smési kopolymerd etylenu s vinylacetdtem ob-
sahujfct pryskyfice aldehyduhlovodfkové /pat.USA &. 3 419 641, pat. NSR &. 1 594 268/, ter-
penové /pat; USA &. 3 342 902. pat. NSR &. 1 933 830/ a ptfrodn{ / pat. USA &. 3 537 946,
pat. NSR &. 1 953 182/. Tyto kompozice adle obsahujf{ ztekucujici, stabilizujfci aj. p¥isa-
dy. P¥ipravend lepidla se vyznadujl sice dobrymi, %asto véak jen dzce a spocidlné zaméfeny-
mi vlastnostmi.TY je pak p¥edur&uji ke zpracovédni pro nepfilif giroky rozsah aplikac{. Tyto.
nevyhody nemajf tavnd lepidla termoplastickd nodle &s. AO &. 162 181, kterd v¥ak jsou vhod-

nd pouze ke krgtkodobym aplikacfm, protoZe jsou citlivd na ptsobeni pov&trnostnich vliva.

Uvedené nedostatky odstrafiuje p¥edloZeny vyndlez, jéhoi piedmé&tem jsou tavnd lepidla
na bdzi smési sestdvajici ze 20 aZ 60 hmot. df14 kopolymer® 60 a% 85 % hmot. etylenu.s 15
a¥ 40 % hmot. vinvlacetdtu, o teploté m&knuti 80 aZ 180 °c, z 10 a% 50 hmot. d{ld kalafuny
%1 jejich derivétd o teplotd m&knutf 75 as 175 °C a nebo syntetickych, polymerd o tepldté
m&knutf 40 a% 200 °c, 5 a¥ 50 hmot. d{ld voskovitych ldtek o teploté& ménut{ alespon 40 % a
nebo kapalnych &i tuhych plastifikujfcfch ldtek o bodu varu nejméné& 250 ©C nebo o teplotd
mégnuti nejvy3e 100 % a pop¥fpadé a%¥ ze 60 % hmot., vzta¥eno na hmotnost lepidla, p¥isad,
zejména ze skupinv plniv, pigmentd, barviv, fungicidnich l4tek a tvrdidel. Podsata vndle=
zu spodivd v tom, %e lepidla obsahujf krom& uvedenych sloZek 0,05 a¥% 5 hmot. dfld stabili-

z4tord proti svételné, oxida&nf nebo tepelné degradaci.

_Tavnd lepidla podle tohoto vyndlezu majf ve srovnin{ se zndmymi termoplastickymi tav- '
nymi lepidly n¥které vyhody. Sirokd obm&na vychozich slof¥ek dovoluje p¥ipravu lepidel a
tmeld znadn® se lisfcfch chemickym slo¥enfm, TIim je také ddn velky rozsah zpracovatelskychi
a aplika&nfch vlastnostf, jako¥ i fyzik&ln& mechanickych vlastnostf spoji. Kompozice maji
vynikajfc{ adhezi k rfiznym podkladim, nap¥. i ke koviim a sklu. Podle zplsobu zpracovdni
zlistdvd pojivo trvale termoplastické nebo p¥ipadn& i vytvrzenéd. Slepené materidly je moZno
bezprostfedn& pou%f{vat. Slepené spoje pak mohou byt vystaveny vys3im teplotdm, chemik&lifm

i dlouhodobému pfisocbenf vlhkosti, vzduZného kysliku a slune&niho svétla.

Hlavn{ slo¥ku tavnych lepidel podle tohoto vyndlezu tvo¥i kopolymery 60 a¥ 85 % hmot.
etylenu a 15 a¥ 40 % hmot. vinylacetdtu o bodu m&knut{ 80 a¥ 180 °C /stanoveno podle &SN

65 7060/. Pou¥fvajf se v mnoZstvi 20 a%Z 60 hmot. d{li. Doddvaji lepidlu z&kladnf adhezivni
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Qlastnosti a. jsou dob¥e mfsitelné s pouZfivanymi p¥frodnimi a syntetickymi pryskyficemi. 2
p¥irodrich prysky¥ic pfichdzi v tvahu pfedévéim kalafuna a jeji derivdty o bodu m&knutf v
?ozsahu'75 az 175 °c. Nejdastdéiji se modifikuje, napf. esterifikacf, Diels-Alderovou adic{,
polymerac{ a hydrogenaci. Syntetické prvskyfice zahrnujf termoplasty /polyolefiny, vinylové
a akrylové polymerv a kopolymery, nolyestery, polyamidy, derivdty celdlézyvaj;/, reaktoplas<
ty / zdkladnf a modifikované pryskyfice fenolické, ketonické, epoxidbvé a aﬁinopryskyfice/
a elastomery /polymery a kopolymery konjuqovéniéh dient, zajména butadienu/. V&t&inou se po-
ﬁéivaji syntetické polymery o niZ%f molekulové hmotnosti, u nichZ se teplota méknuti pohybu-
jé v rozmezf 40 a# 200 °c. Uvedend syntetické pqumery,_kalafqna é.jeﬁi derivdty se priddva-

jf jednotlivé& nebo ve vzdjemnych smésiéh, a to v mnoistvf 10 a% 50 hmot. d{l%.

Voskovitéd 1dtky jsou zastoupeny pfirodnimi a syntetickymi vosky jako je parafin, ste-
arin, ceresin, ozokerit, vosk v&el{, karnaubsky a montdnni, nfzkomolekuldrni polyetylen, po-
lyetylenocid aj. Plastifikujfc{ 14tky tvoi{ v&t¥inou b&Znd kapalng zmékEovadla o bodu varu
nejméné 250 %¢c /nap¥. esterovd zmékcéovadla, chlofovani difenyl, olejovity nizkomolekuldrni
polyetylen a epoxxdované oleje/ a kapalné a? tuhé bitumeny o teploté& méknuti ne]vyse 100 °c
/dehty, asfaltv pff{rodn{ i syntetické z ropy/. Uvedené ztekucujicf a plastlflkujlci l4tky

se pfiddvaj{ v mno¥stvi 5 a% 50 hmot. df{l1d.

K zabrdndni nebo ke zpomaleni nep¥fznivych W&inkd sluneéniho svétla, vzduiného kysliku
a prodlouigné nebo zvy%ené teploty na tavnd lepidla podle tohoto vyndlezu, tj. proti jejich
svételné, oxidadnf a tepelné degradaci, je nejdiileZit&j¥{ p¥fdavek 0,05 aZ 5 hmot. dild sta-
biliz4tord stdrnuti. Mezi n& patii UV stébiliz&tory, napt. derivéty 2-hydrox ybenzofenonu
y4—butoxy—2-hydroxybenzofenon, 2,4-dihydroxybenzofenon, 2,2Ldihydroxy—4—alkoxy/metoxy-, bu-
&oxv- nebo oktyloxyv-/benzofenon aj./, fenylestery /fenylsalicyl4t, resorcinolmonobenzodt/,
_2 / 2H- benzotrlazol 2-yl/ fenoly, substitu&ni derivdty kyseliny skoticové a cheldty niklu.
Vyznamné jsau pfedevdfm termooxidadn{ stabilizdtory fenolické /napf. 2, 6 di-terc.butyl-p-
krezol, 2,ZLmetylenbis/4-mety1—6terc.butylfenol/, 4,4“pbutyliden-bis/6-terc.butyl-o- /nebo_m—/
krezol a 2,5-di-terc.butylhydrochinon/, d4le obsahujfci dusfk a nebo siru /4,4ﬁdiaminodife—
nylmetan, N-fenyl-a /nebo -A/-naftylamin, imidazoly, benztriazoly, dithiokarbamdty, feno-
thiazin aj./ a fosfor /organické fosfity/. Jiné slouBeniny se piiddvaji nap¥. proti od§tépo-

vdn{ halogenu /epoxidy, dibutylcfndilaurdt, steardt vépenaty, benzodt sodny/ apod.

Kone&né lze do tavnych lepidel priddvat plniva, pigmenty, barviva, fungicidni l4tky,
tvrdidla aj. aditiva b&¥n& u%fivand v oboru plastickych hmot a kauduku. Jejich mnoZstvi &inf

hejviée 60 % hmot., po&itdno na celkovou hmotnost kompozic. Lze tak zfskat i kvalitnf tmely.

Tavnd lepidla a tmely se b&Zné& vyr&b&j{ homogenizaci jednotlivych komponent za zvySené
teploty. vznikl4 tavenina se pak zpracovdvd na formu drti, granulf, prd¥ku nebo lepici fdlie
bez nosife nebo na papirovém &i textilnim nosi&i. Lepidla se poufivaji k lepen{ papiru, dfe-

va, plastickych hmot, kauduku, ki¥e, skla a kovd, nap¥. ve stavebnictv{ hlavné jako tmel. K

lepeni a tmeleni jsou vhodné stejné &i rozdflné materidly.

Slo¥en{ tavnych lepidel a tmeld podle tohoto vyndlezu je ddle doloZeno p¥iklady prove-

déni,.kde'uvedéné d{lyv a procenta zﬁagf jednotky hmotnostni.
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P¥fiklad 1

Tavné lepidlo pro nekonstruk&ni lepeni kovi a skla:
o

Kopolymer 60 % etvlenu a 40 % vinylacetdtu o teploté méknﬁti 93 “C 40,0 4{ld
Glycerinovy esger prysky¥i&nygch kyselin o teploté mé&knuti 90 oé 20,0 4ild
Epoxidovany fenolformaldehydovy novolak o teplot& m&knuti 135 aZ 140 °c 9,8 dfld
Parafin o teploté méknuti 55 O¢ 30,0 d1ild
4,4 -diaminodifenylmetan ' 0,2 dilg.

Vychoz{ komponenty se roztavi a homogenizujf, &Im¥ se ziskd lepidlo o teplot& m&knut{
‘115 a¥ 120 °C. P¥i lepen{ skla s ocelf{ nebo duralem se dosdhne pevnosti ve smyku 6 aZ 8 MPa,

kterd po 1 roce aplikace ziistdvd p¥i teplot®d mistnosti beze zmény.

P¥{klad 2

Tavné lepidlo pro lepeni papiru:

Kopolymer 73 % etylenu a 27 % vinylacetdtu o teplot& m&knuti 80 ¢ 20,0 4114
Pentaerytritovy ester pryskyfi&nych kyselin o teploté& m&knutf 100 %¢ 10,0 dfld
Polyetylenglykolovy vosk o teploté m&knut{ 60 a¥ 63 °C 20,0 dild
Dibutylftaldt 5,0 d{1d
Kaolin 43,9 4{1id
2,6-di-terc.butvl-p-krezol . 1,0 d4{1d
2,4-dihydroxybenzofenon 0,1 dfld

Teplota m&knut{ uvedeného tavného lepidla %inf 60 a% 80 °c. Zpracovdvd se v tavenin&
p¥i cca 150 Oc, kdy b&hem 24 h népodléhd termooxidadni degradaci. Spoje provedené timto le-
pidlem odoldvajf i sv&telnému z4¥enf. Bez p¥fdavku stabilizdtord za té&chto pedminek produkt

ztmavne a jeho lepivost rychle klesd.

P¥fiklad 3

Tavné lepidlo pro lepeni skla, dfeva, kovi a jinych materidld:
Kopolymer 68 % etylenu a 32 % vinvlacetdtu o teplot& m&knutf 115 °c 51,0 414

Kopolymer 78 % vinylchloridu a 22 % vinylacetdtu o teplot& méknuti 195 °c 15,0 d{1d8

Polypropylenovy olej o ﬁol. hmotnosti 300 24,0 4{14
Kysli&nik ¥elezity Zexrveny 9,7 dfld
Butylglycidyléter 0,3 df{ld

Homogenizac{ této sm&si p¥i teploté& 150 Oc se bshem 45 min p¥iprav{ lepidlo o teploté&
mdknutf 100 a¥ 110 °c. P¥idany butylglycidyléter pisobi jako stabiliz4tor proti odstépovdni
chloroveodfku z p¥ftomného kopolymeru vinylchloridu. Zabranuje tak tvrdnut{ a kfehnutf lepené

spdry ve spoji, které jinak nastdvd v nepiitomnosti stabilizdtoru.

P¥fklad 4

Tavné lepidlo pro lepenf hlinfkovych £481if na d¥evo:



214 301 4

Kopolymer 73 % etylenu a 27 3% vinylacetdtu o teploté& méknuti 80 °c 40,0 df18
Kalafuna o teploté& méknuti 80 °c 40,0 Ailg
Polyvinylacetdt o teplot& méknuti 150 %c : 5,0 dild
Chlorovany difenyl kapalny } - ) . © 13,5 4dild
fentachlorfenolét sodny . 0,5 dild
2-/2H-benzotriazol-2-vl1l/-p-krezol , 1,0 dild

Kompozice se roztavi a za michdni se bé&hem 40 min. prl 170 Oc zcela homogenizuje. Le-
nidlo m4 teplotu méknutl 85 aZ 90 Oc. ptidané stabilizdtory maji p¥i zpracovdni obdobné -

&inky jako své&telny a termooxidadéni stabilizdtor uvedeny v p¥ikladu 2.

P¥{klad 5

Tavné leoidlo pro lepeni dfeva a papiru v obalové technice:
o

Konolvmer 68 % etylenu a 32 % vinylacetdtu o teploté& méknuti 115 ~C 60,0 dild
Etvlenglvkoladipdtovy polyester o teploté mé&knuti 65 %¢ : 30,0 4{ld
parafin o teplotd méknut{ 55 °¢ o S ' 5,0 dfld
Trifenvlfosfit U 4,5 dila
Fenylsalicvl4t 0,5 diid

Vychozi slo¥ky se roztavi a homogenizujf pf¥i 150 °C v oteviendm reaktoru bez nebezpedi
znehodnocenf produktu v dfisledku termooxida&nich degradadnich procesdi. Tavné lepidlo md tep-

lotu mé&knuti 75 a# 80 OC._

P¥iklad 6

Pojivo pro spojovdni a tmeleni asfaltovanych stf¥eSnich krytin:

Kopolymer 67 % etvlenu a 33 % vinylacetétuvo teploté méknuti 111 °c 30,0 4il1d
Fenolformaldehvdovd prysky¥ice modifikovand kalafunou, o teploté

méknut{ 125 a? 135 °C ' "~ 30,0 afla
Oxidované asfaltové zbytky z destilace rooy 22,0 dild
Jemné& mlety vdpenec 17,0 d{1d
4,4 -metylen-bis/2,6-di-terc.-butylfenol/ ‘ 1,0 d718

V reakdénf nddcbé se roztavi a zhomogenizuji{ vnesené komponenty, &imZ se ziskd lepidlo
o teplot& m&knut{ 120 Oc. Pou¥itfm uvedendho stabilizdtoru lze pak dlouhodob& udrZovat ta-
. ] ) .
veninu p¥i teploté zpracovdni /160 aZ 180 oC/ , ani¥ dojde k destrukci lepidla. Bez pifdav-

ku stabilizdtoru je produkt za 2 h pro lepenf ji% . nevhodny.

P¥{klad 7

Tavny tmel pro opravy akumuldtord: ‘ v

Kopolymer 76 % etylenu a 24 % Vinylacetétu‘o teploté m&knut{ 90 °c 37,0 dila
Difenylo1propanformaldehydové pryskytice modifikovand kalafunou,

o teplotd m&knut{ 140 a¥ 150 °c : 29,5 afld

Prysky¥idnd smola z destilace kamenouhelného dehtu 26,0 411t
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Sm&sny ester glycerinu a aduktu prysky¥i&nych kyselin a tallového
oleje s 1 % maleinanhydridu o tepl&té méknut{ 140 a%¥ 150 °cC 7,0 d{1d
2,6-di-terc.butyl-4-metylfenol 0,5 dfld

Tavny tmel m& teplotu m&knuti 130 Oc a pii pou¥it{ je odolny vi&i oxidaci i pfi zvise-

né teploté. Bez pffdavku termooxida&nfho stabilizdtoru postupné tvrdne a ktehne.

PREDMET VYNALEGZU

Tavnd lepidla na bdzi smési sestévajiqi ze 20 a% 60 hmot.dfld kopolymerd 60 a% 85 %
hmot. etvlenu s 15 a¥ 40 % hmot. vinvlacetdtu,o teplot®& m&knut{ 80 a%¥ 180 Sc, z 10 a% 50
hmot. dfld kalafuny &i jejfch derivdth o teplqté m&knut{ 75 aZ 175 Oc a nebo syntetickych
polymert o teplot® mdknuti 40 aZ 200 9C, 5 a¥ 50 hmot. dild voskovitych ldtek o teploté
m&knutf{ alespon 40 O a nebo kapalnych &i tuhgch plastifikujicich 14tek o bodu varu nejmé-
n& 250 °C nebo o teplot& mdknut{ nejvyZe 100 ©c a poptipadé a¥ ze 60 % hmot., vztaZeno na
hmotnost lepidla, pffsad, zejména ze skupiny plniv, pigment#i, barviv, fungicidnich ldtek a
tvrdidel, vvznaZujfc{ se tim, e obsahujf 0,05 a% 5 hmot. d{18 stabilizdtord proti sv&telné,

.

oxida&n{ nebo tepelné degradaci.
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